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Moderni technologie vice a vice vyuzi-
vaji menSich soucdstek a konstrukénich
dila. Optické prenosové soustavy, lase-
rové a telekomunikacni technologie, po-
lovodi¢ové prvky, to jsou technologie,
které jsou v neustdlém vyvoji. Prakticky
v kazdém modernim piistroji nalezne-
me prvky, které jsou montovény s velmi
presnou technologii. Pfedeviim pak s na-
stupem chytrych telefond a tableti nastal
masivni rozvoj mikromontaZnich tech-
nologii. Konstruktéfi a vyrobci jiZ nemo-
hou pouZzivat béZna montazni
a opravarenskd pracoviste.

Z4dny vyvoj nebo vyro-
ba se neobejde bez mon-
tdznitho nebo opravéarského pracovisté
(systému). Dnes existuje vice konstruk-
¢nich modelt montdZnich a opravai-
skych pracovist'. Vétsina z nich je poplat-
nd dobé, kdy vznikla. Moderni montazni
systém konstruovany na co nejvyssi pies-
nost logicky musi mit co nejméné kon-
struk¢nich prvki, aby nevnasely nepres-
nosti do procesu.

V procesu montdze a opravy je dile-
zité dodrzet takové procesy, aby montaz

nebo oprava byla co nejSetrnéjsi, ale ta-
ké spolehlivd, k tomu se vSak také pocita
rychlost opravy nebo montaze. Vysled-
kem musi byt pfipustnd vytéZnost pro-
cesu. Faktory, jako teplota tavenf slitiny,
tepelna roztaznost zpracovavanych dild,

¢asovd ndrocnost atd., musi byt 100%
pod kontrolou operatora a musi byt zdo-
kladovatelné a pouzitelné pro stejny druh
opravy pozdéji.

Pfesny opravarsky
a montaini systém

Zakladem presnych montdznich a opra-

vérskych systém je tzv. funkéni étverec.
V kazdém vrcholu Ctverce je jeden ele-

ment, ktery se podili na velmi pfesném
poloZeni dilu — soucdstky. Jedinym po-
hyblivym prvkem je kloub ramene, ostat-
ni vrcholy jsou pevné. Timto principem
je zajisténa extrémni presnost systému,
kterd se vzdy stanovuje v jednotkach ne-
bo desitce mikrometr.

Jediny pohyblivy
dil = vysoka pFesnost

Vsechny prvky orientace jsou pevné, Zad-
ny pohyb optiky, tj. splitteru, stolku se
substratem a ndstroje, ktery drzi osazova-
ny dil. Nejsou zde tedy Zadné moZznosti
vzniku nepresnosti mechanickym prove-
denim pracoviSté. Jedinym pohyblivym
dilem je kloub ramene a na jeho provede-
ni zavisi presnost osazeni. Kloub je velmi
masivni a jsou pouZzity odolné materidly,
které poskytujf stabilitu a pfesnost.

BéZna pracovisteé
s mechanickou konstrukci
BéZna pracovisté vyuzivaji podstatné
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Obr. 1 TL: stied beam splitteru,
TR: stied osazovaciho ndstroje,

BL: cilovy bod osazeni (poloZent dilu, soucdstky),
BR: kloub pohyblivého ramena

Obr. 2 Opticky splitter je zarizent, na kterém je mozné
pozorovat v jeden okamZik misto pro osazent dilu —
soucdstky a spodni stranu osazovaného dilu a soucdstky.
Takto je mozné bezpecné centrovat osazované dily.
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Kloub ramene je jediny

pohyblivy prvek, ostatni
soucasti véetné splitteru
jsou pevné zabudovany.

Tabulka1 Pouziteiné technoloyie

Zakladni technologie

— Termokomprese

— AuSn pajenf

— Bondovénf

— Cisténr soucastek a dild

— Reballing (prekulickovan)
— Davkovanf tavidla

— Pretavenf

Zakladni charakteristiky
— Osazovacf sflaaz 700 N

— Presnost osazeni od 0,5 ym
— Prenos teplot kontaktem
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Zakladni technologie

— Vyména SMD, BGA, PoP, CSP, QFN, ...
— Cisténf DPS a SMD

— Automatické odstranénf zbytki pajky
— Reballing (prekulickovan)

— NandSenf tavidla

— Pretavenf

Zékladni charakteristiky

— Nulové nebo velmi mald osazovacf sfla
— Presnost osazenf jiz od 5 pm

— Prenos tepla pomacf plynu (vzduch, N,):

\

— Zahtivani GipQ:

— Ultrazvukem

Obr. 3 Pracoviste dosahuji
excelentnich presnosti. U pracovist
se pohybujeme od 0,5 um. Robustni konstrukce
garantuje stdlost parametrit.

pocet pohyblivych dild, a tudiz zdro-
ji mechanickych nepfesnosti. Pfesnosti
dosahované na pracovistich s funkénim
¢tvercem jsou pro konkurenci hodné
vzdélenym cilem.

Z vySe uvedeného principu je poloZeni
dilu — soucastky velmi jednoduché. Po
vycentrovani soucastky (napr. BGA) se
jednim pohybem umisti dil — soucast-
ka na osazované plosky. Obrdzek ¢. 2
ukazuje centrovani, kdy pomoci optic-

— Spodni predehrev:
— Sélavé teplo
— Kontaktni deska

kého splitteru vidime oba predméty osa-
zeni — soucastky a plosky.

Osazeni soucdstky je jednoduché, po-
hyblivé rameno (obr. 3) ji umisti zcela
bezpecné a hlavné presné na uréené mis-
to. Montdzni nebo opravarska pracovisté
se li81 velikosti ramene, ale také pouZity-
mi materidly. Pfesné a precizni systémy
jsou vyrobeny z oceli, naopak systémy,
u kterych je deklarovand nizsi presnost,
ze slitin hliniku.

— Kontaktnim nastrojem

— Horni reflow ¢lanek ,COMISS*
— Spodnf predehfev — konvekce

Tabulka 1 predstavuje seznam zdklad-
nich technologif, kterymi je mozné pro-
vadét mikromontdZ nebo opravy BGA
a dalsich SMD. Zakladnim kritériem je
presnost osazen{ opravovaného dilu nebo
soucdastky.

Pracovisté s tzv. funkénim ¢tvercem se
vyznacuji vysokou flexibilitou a modula-
ritou. Kazdy z vyrobku je vysoce sofisti-
kovany s nepfebernym mnozstvi doplikd
a procesnich modulu.
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